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浙江臻镭科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                    编号：2024-001 

投资者关系活动

类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

√现场参观  

√其他（电话会议） 

参与单位名称及

人员姓名 

太平养老、华泰柏瑞、鹏华基金、汇添富、平安养老、兴业全球

基金、民生加银、易方达、招商基金、东方红基金、交银施罗

德、汐泰投资、西部利得、格林基金、中欧基金、申万菱信、

华夏未来、文博启胜、广发基金、建信理财、前海开源、国盛

资本、东方阿尔法、重阳投资、宝盈基金、国金基金、民生通

惠、长城基金、南土资产、由榕资产、国泰基金、拾贝投资、

紫金矿业投资、浦东创投、时代复兴、泰阳投资、天弘基金、

玄元投资、汇升投资、彤源投资、汇盛投资、泰康资产、儋石

基金、中盛晨嘉、百年保险、瑞银资产、天弘基金、中信建投、

朱雀基金、泰信基金、新华资产、景顺长城、天治基金、创金

合信、恒生前海、泓德基金、前海开源、建信基金、中航基金、

趣时资产、财通基金、中意资产、长信基金、永赢基金、盘京

投资、永安财产、正圆投资、鹤禧投资、诚通基金、衍航投资、

智合远见、安信基金、创富兆业 

时间 2024年 4月 1日、2024 年 4月 2日 

地点 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事长：郁发新 

董事会秘书、财务总监：李娜 



证券事务代表：孙飞飞 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

一、介绍环节 

浙江臻镭科技股份有限公司成立于2015年9月11日，专注于

集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品

提供技术服务。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、

通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并逐步拓展

至移动通信系统、商业低轨卫星等民用领域。公司芯片产品技

术性能达到国际先进水平，产品作为核心芯片应用于多个型号

装备。目前，公司已成为国内通信、雷达领域中射频芯片和电

源管理芯片的核心供应商之一，且是国内少数能够在特种领域

提供终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯

片、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术

服务的企业之一。 

二、问答环节 

Q1：看到公司整体毛利率下降了4个多点，请问原因是什么？ 

A1：公司整体毛利率变化的主要原因是产品结构发生变化，微

系统及模组产品销售收入占比提升，该部分产品毛利率相对较

低，导致公司整体毛利率有所降低。 

Q2：2024年人员和费用的展望？ 

A2：2023年公司扩充了近60人，基本上都是研发人员，2024年

总体上人员增幅不会像2023年这么快，统筹规划是小幅略增。 

Q3：公司年报里有提到CX8845这款芯片，市场对这款产品也很

感兴趣，请公司详细介绍下，谢谢！ 

A3：CX8845是公司投入较大精力，自主研发、全正向设计的产

品，ADC采样频率4GSPS，精度14bit，DAC采样频率12GSPS，精度

14bit，为国内已知的综合性能指标最高的高速高精度ADC/DAC

芯片产品，具有宽带、大动态、高集成度等特征，可应用于全

数字相控阵、宽带中频收发系统及低轨商业卫星等领域，目前

已仿真验证，正开展优化工作。 

Q4：请问公司有在低空经济里做相应布局吗？ 

A4：低空经济是今年年初起来的概念，公司各大产品线均可提

供成熟产品与技术服务。 

Q5：公司今年年报，新增了一块水下传感的内容，公司在水下

装备这块是做了布局吗？ 

A5：水下这块我们主要提供高精度芯片产品，公司前期对水下

传感等新兴领域进行了调研，预计水下设备需求将稳步增长，

因此公司研发了CX74E1、CX71E1等主要应用于水下传感、振动



测量领域的新产品。公司也在此强调下，我司是通用型芯片研

发企业，我司不掌握客户的应用场景和具体应用任务。 

Q6:近期陆续有上市公司公告获得了数据链的大单，请问公司在

数据链这块订单情况如何？ 

A6：公司的射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、微系统及

模组等产品均可应用于数据链领域，去年下半年开始明显感受

到行业整体在回暖，公司也陆续收到相应的订单。 

Q7： 请问公司对低轨商业卫星未来的看法如何？公司有哪些布

局？ 

A7：公司看好低轨商业卫星的发展，也是目前单体公司里面布

局最全面的公司之一。公司的电源管理芯片在已成熟供货的基

础上新研了多款模块化产品，23年推广十分顺利；微系统及模

组方面，公司SIP组件产品凭借着其优异的性能与较高的性价

比，在卫星互联网下游市场获得了进一步的拓展；高度高精度

ADC/ADC的业务布局现在仍处于早期，公司为下一代低轨商业卫

星及地面配套设备新研了多款新产品及型号，布局了诸如多通

道射频收发芯片、数字波束成形芯片（DBF芯片）、射频收发数

字波束成形一体化芯片等多款芯片，部分产品已进入样品推广

阶段。 

Q8：目前市场有在传，未来基于成本的考虑，商业卫星会大量

采用工业器件？ 

A8：低轨卫星抗辐照要求可放松，但原则上低轨卫星的电源芯

片还是需要抗辐照能力。 

Q9：公司微系统及模组这块产品去年增速低于预期，请公司讲

讲大致原因？ 

A9：公司去年微系统及模组销售产品收入近5000万，定制研发

收入近2000万，这部分主要以技术服务合同形式体现，故记在

技术服务收入里，综合来看有70%多的增长。目前我们的微系统

还是以SIP组件产品出货为主，未来随着量上来后，微系统价格

优势显现，公司会逐步往三维异构微系统转换。 

Q10：公司三维异构微系统产品的研发进度如何了？ 

A10：三维异构微系统是一种多芯片一体化集成产品，其集成度

比SIP组件更高。公司在2023年已完成部分三维异构微系统产品

的关键技术攻关，现已初步具备研发量产产品的能力。公司将

在2024年开始着手部分三维异构微系统量产产品的研发，并在

市场中进行试用推广。同时公司将持续聚焦装备信息化、小型

化的需求，响应客户对于产品高频化、轻薄化、多功能化的需

要，持续布局异构集成低成本射频微系统设计技术的研发，研

发更多高频段、大功率、超宽带的货架产品，将公司的产品形



式从完全定制化向半货架半定制化转变。 

附件清单（如有） 无 

日期 2024年 4月 3日 

 


